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DEM-2011 产品是以环氧和变性胺树脂为主要成分的卓越的黏合剂，表现卓越的黏着力、柔软性、耐

水性，是适合电子零部件黏合用的产品。

电子零部件黏合剂

产品特性

2 液型环氧树脂类型

产品特性

作业性卓越。

热冲击性卓越。

与干燥时间相比，可使用时间卓越。

黏着力卓越。

可低温及常温硬化。

无 可使用时间 (25℃)

(A+B)
 100 min 以内

灰色

20 ~ 40 POISE 硬化条件  25℃×24 小时以上/ 60~80℃×1~2 小时

80 ~ 90(SHORE-D)

1.25±0.02 UL 认证  非认证

30 ~ 40 min 产品保存条件  在通风较好的阴凉室内保存

A :B = 100 :30（重量） 产品有效期限  自生产日起 6 个月（符合保存条件时）

产品特征（物性 DATA）

10~20 Kgf/㎟ 이상

使用方法

使用方法

按照规定的混合比混合后均匀搅拌。

向树脂中注入均匀混合的环氧。

按照规定的硬化条件硬化。

▶ 上述资料依据实验室条件制作而成，根据作业方法及情况，产品的物性可能有所不同。以上物性请仅作为参考资料使用。

特别事项

上述使用方法根据材料的类型及 LINE 条件可能有所不同。

请熟知 MSDS 后使用产品。

DEM-2011

Adhesive


